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芯联集成电路制造股份有限公司 

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 

报告书（草案）与预案差异对比说明 

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟发

行股份及支付现金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、

深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计

持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称“本次

交易”）。 

2024 年 6 月 22 日，公司披露了《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份

及支付现金购买资产暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及相关公告。 

2024 年 9 月 4 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关

于<芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报

告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，现就《芯联集成电路制造股份有

限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重

组报告书”）与重组预案内容的主要差异情况说明如下： 

重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明 

声明 声明 

1、增加本次交易证券服务机构声明； 

2、更新上市公司及全体董事、监事、高级管理人员

声明、交易对方声明。 

释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容。 

重大事项提示 重大事项提示 

1、根据上市公司与交易对方签署的《芯联集成电路

制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协

议之补充协议》更新本次交易具体方案； 

2、根据评估机构出具的《资产评估报告》，对本次交

易标的资产评估作价情况进行了补充披露； 

3、更新了本次交易对上市公司的影响、本次交易尚

未履行的决策程序及报批程序、本次交易对中小投资

者权益保护的安排； 

4、新增本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施、

其他需要提醒投资者重点关注的事项； 

5、删除待补充披露的信息提示。 
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重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明 

重大风险提示 重大风险提示 

1、删除“审计、评估工作尚未完成的风险”、“交易

作价尚未确定的风险”、“本次交易方案调整的风险”

等风险； 

2、更新披露了交易标的对上市公司持续经营影响的

风险以及其他风险。 

第一章 本次交易

概述 

第一节 本次交

易概述 

1、补充披露了本次交易的具体方案； 

2、更新披露了本次交易的性质； 

3、补充披露了本次交易对于上市公司的影响； 

4、更新披露了本次交易的决策过程和审批情况； 

5、补充披露了交易各方重要承诺； 

6、补充披露了本次交易的必要性。 

第二章 上市公司

基本情况 

第二节 上市公

司基本情况 

1、补充披露了上市公司历史沿革及股本变动情况； 

2、更新了上市公司基本信息、主要财务数据及财务

指标。 

第三章 交易对方

基本情况 

第三节 交易对

方基本情况 

1、补充披露了交易对方历史沿革、主要股东情况、

最近三年主营业务发展状况、最近两年主要财务数据

及最近一年简要财务报表、主要对外投资情况等内

容； 

2、补充披露了部分交易对方的执行事务合伙人情况、

私募基金备案情况、存续期与锁定期匹配情况、穿透

至最终持有人情况； 

3、补充披露了交易对方之间的关系、交易对方与上

市公司的关联关系说明、交易对方向上市公司推荐的

董事及高级管理人员情况、交易对方及其主要管理人

员最近五年合规情况、交易对方及其主要管理人员最

近五年的诚信情况、标的资产股东人数穿透计算等内

容。 

第四章 交易标的

基本情况 

第四节 交易标

的基本情况 

1、补充披露了标的公司的历史沿革； 

2、补充披露了股权结构及产权控制关系； 

3、补充披露了标的公司主要资产权属、主要负债及

对外担保情况； 

4、补充披露了交易标的董事、监事、高级管理人员

及其他核心人员及其变动情况； 

5、补充披露了诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情

况； 

6、更新并补充了最近三年主营业务发展情况； 

7、更新披露了标的公司主要财务数据； 

8、补充披露了标的公司涉及的立项、环保、行业准

入、用地、规划、施工建设等有关报批事项； 

9、补充披露了标的公司债权债务转移情况； 

10、补充披露了报告期内主要会计政策及相关会计处

理。 
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重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明 

第五章 发行股份

情况 

第六节 本次交

易涉及股份发行

的情况 

1、补充披露了交易金额及对价支付方式； 

2、补充披露了发行股份数量。 

第六章 标的资产

评估作价基本情

况 

第五节 标的资

产的预估作价情

况 

1、根据评估机构出具的《资产评估报告》补充标的

资产的评估概况、评估方法及评估情况； 

2、补充董事会对本次交易评估合理性及定价公允性

的分析； 

3、补充上市公司独立董事对本次交易评估事项的独

立意见。 

第七章 本次交易

主要合同 

第七节 本次交

易合同的主要内

容 

补充披露了本次交易的《发行股份及支付现金购买资

产协议之补充协议》主要内容。 

第八章 本次交易

的合规性分析 
无 本章为重组报告书新增内容。 

第九章 管理层讨

论与分析 
无 本章为重组报告书新增内容。 

第十章 财务会计

信息 
无 本章为重组报告书新增内容。 

第十一章 同业竞

争和关联交易 
无 本章为重组报告书新增内容。 

第十二章 风险因

素分析 

第八节 风险因

素 

1、删除“审计、评估工作尚未完成的风险”、“交易

作价尚未确定的风险”、“本次交易方案调整的风险”

等风险； 

2、更新披露了交易标的对上市公司持续经营影响的

风险以及其他风险。 

第十三章 其他重

要事项 

第九节 其他重

要事项 

1、补充披露了标的公司和上市公司资金占用及担保

情况； 

2、补充披露了本次交易对于上市公司负债结构的影

响； 

3、补充披露了本次交易后上市公司的现金分红政策

及相应的安排、董事会对上述情况的说明； 

4、补充披露了相关主体买卖公司股票的自查情况。 

第十四章 对本次

交易的结论性意

见 

第十节 独立董

事意见和独立财

务顾问关于本次

交易的意见 

1、更新披露了上市公司独立董事、独立财务顾问意

见； 

2、补充披露了法律顾问意见。 

第十五章 中介机

构及有关经办人

员 

无 本章为重组报告书新增内容。 

第十六章 备查文

件 
无 本章为重组报告书新增内容。 
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重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明 

第十七章 声明与

承诺 

第十一节 声明

与承诺 

1、更新披露了上市公司全体董事、全体监事和全体

高级管理人员声明； 

2、补充披露了独立财务顾问、法律顾问、审计机构

和资产评估机构声明。 

（以下无正文） 
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（本页无正文，为《芯联集成电路制造股份有限公司关于发行股份及支付现

金购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比说明》之盖章页） 

 

 

 

 

 

 

 

芯联集成电路制造股份有限公司 

2024 年 9 月 4 日 
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（本页无正文，为《芯联集成电路制造股份有限公司关于发行股份及支付现

金购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比说明》之盖章页） 

 

 

 

 

 

 

 

华泰联合证券有限责任公司 

2024 年 9 月 4 日 


